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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les dacuments ci-dessoiis:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

SQlLrces:

Lilletin de la CEI

B
Ahnuaire de la CEI
Publié annuellement
d

P

atalogue des publications de la CEI
ublié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminplogie

En ce qu| concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterala la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national ({VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés [traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets|sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande.
Voir égal¢ment le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termgs et définitions figurant dans la présente publi-
cation ot été soit tirés du VEI, soit spécifiguement
approuvép aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les $ymboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes dlisage général approuvés par la. CEl, le lecteur
consulterg:

— |9 CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en
électfotechnique;

— |4 CEl 417: Symboles graphiques utilisables
sur lp matériel. Index,-relevé et compilation des
feuillps individuelfés;

g CEl 617 Symboles graphiques pour schémas;

et pour lep appateils électromédicaux,

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

¢ Catalogue of IEC publications
Published yearly with\regular updates

Terminology

For general terminglogy, readers are referred tp IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV)| which is
issued in theform of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEY will be
supplied\on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or Have been
specifically approved for the purpose of this publigation.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the IEC for general use, readers are feferred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in plectrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for |use on
equipment. Index, survey and compilatidn of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrans;

and for medical electrical equipment,

— la— CET 878T Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— TEC 878 Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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révision technique:

Cette normejest une spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a couches
circuits|integrés hybrides a couches sur la base des procédures d’homologation.
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AVANT-PROPOS

CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale .de norn
hposée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux,de\la CEl).
r objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de.normalisation
haines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des
rnationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travalx desquels tou
onal intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internatiohales, gouverneme

gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également-aux travaux. La CEl
itement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon.des conditions fixées p4g
e les deux organisations.

décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques, représentent,
sure du possible un accord international sur les sujets étudies, etant donné que les Comités
ressés sont représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de.reéommandations internationales. lls son
hme normes, rapports techniques ou guides et agréés _comme tels par les Comités nationaux.

s le but d'encourager l'unification internationale, |es Comités nationaux de la CEl s'engagent a
acon transparente, dans toute la mesure possibleytes Normes internationales de la CEIl dans leur
onales et régionales. Toute divergence entre Ya norme de la CEl et la norme nationale ou

espondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

CEl n'a fixé aucune procédure congernant le marquage comme indication d’approbatio)
bonsabilité n'est pas engagée quand uh matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

tention est attirée sur le fait quesgertains des éléments de la présente Norme internationale peu
jet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre te
bonsable de ne pas avoir identifie de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur exister

me Internationale~€El 60748-21 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits in
ité d'études 47(de-la CEI: Dispositifs & semiconducteurs.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47A/444/FDIS 47A/476/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 21: Sectional specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits on the basis of
the qualification approval procedures

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for ‘standgrdization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the |EC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the~electrical and glectronic
fielfls. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Interhational Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee jinterested in the subject dealt
witlh may participate in this preparatory work. International, governmental and fjan-governmental orgahizations
liaiging with the IEC also participate in this preparation. The |IEC collaborates”closely with the Intgrnational
Ordanization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betyween the
twd organizations.

2) Thg formal decisions or agreements of the IEC on technical mattefs express, as nearly as poskible, an
intdrnational consensus of opinion on the relevant subjects sincesgach technical committee has reprefentation
from all interested National Committees.

3) Thg documents produced have the form of recommendatiens for international use and are publish¢d in the
form of standards, technical reports or guides and théy~are accepted by the National Committees in that
serfse.

4) In ¢rder to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC Intdrnational
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standayds. Any
divergence between the IEC Standard and \tké corresponding national or regional standard shall be clearly
ind|cated in the latter.

5) Thg IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsiblg for any
eqyipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Atténtion is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard maly be the
suljject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard |[EC 60748-21 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated
circuits| of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This sgcond edition cancels and replaces the first edition published in 1991 and constjtutes a
technicpl revision.

H Al ol 41 | +£4 41 £ £l H S +acl + =+ P P PN I | HeS
ThIS St mMadru 1S a STl liuTTar SpeuLimiatiuTT TuUT T Tty TratTu LT LumiS  artu 1Ty oTTa 1T ||||..,gl’ated

circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the qualification approval procedures.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47A/444/FDIS 47A/476/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES —

Partie 21: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés
a couches et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d'homologation

1 Domaine d'application et objet

Cette gpécification intermédiaire s'applique aux circuits intégrés a couches etCaux [circuits
intégrép hybrides a couches, en tant que circuits catalogue ou construits a la demande|dont la
gualité [est garantie sur les bases de procédures d'homologation.

L'objet|de cette spécification est de prescrire des valeurs préférentielles pour les [valeurs
limites let les caractéristiques, de choisir dans la spécification générique'les méthodes|d'essai
et de |mesure appropriées, et de donner les exigences de contrdle a utiliser dans les
spécifigations particuliéres des circuits intégrés a couches et des.circuits intégrés hyljrides a
couchefs, rédigées suivant cette spécification.

Le confept de valeurs préférentielles s’applique directem€nt aux circuits catalogue mpis pas
nécesspirement a ceux fabriqués a la demande.

Les exjgences et les sévérités des essais prescrits dans les spécifications particuli¢res se

référant a cette spécification intermédiaire sonttd'un niveau égal ou supérieur a celles de la
présente spécification, des niveaux inférieurs he sont pas autorisés.

Une ol plusieurs spécifications particulieres cadres sont associées a cette spécification,
chacune portant un numéro CEIl. Une spécification particuliére cadre, complétée conformément
au parfigraphe 2.3 de cette spécification, constitue une spécification particuliere. D¢ telles
spécifigations particulieres sont ufilisées pour l'octroi de I'homologation des circuits int¢grés a
couches et des circuits intégrés hybrides a couches et le contréle de la conformité de lal qualité
en accord avec le Systéme IECQ.

NOTIE — Pour les procéddres' d'essai deux alternatives sont possibles: Méthode A ou Méthode B; cependant il
n'est|pas autorisé de chianger de méthode entre les essais de la méthode A ou de la méthode B.

En ggnéral la méthade A convient mieux aux circuits intégrés a couches passifs alors que la m¢thode B
s'applique mieuxfaux circuits intégrés a couches a technologie a semiconducteurs.

2 Génjgéralités, caractéristiques préférentielles, valeurs limites et sévérités
poul les’essais d’environnement

2.1 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 60748.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEIl 60748 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEI et de I'|SO possedent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60063: 1963, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS —

Part 21: Sectional specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits on the basis of
the qualification approval procedures

1 Scope and object

This sdctional specification applies to film integrated circuits and hybrid film integrated
manufgctured as catalogue circuits or as custom-built circuits whose quality is assessed
basis of qualification approval.

The object of this specification is to present preferred values for ratingsqiand characteris
select from the generic specification the appropriate tests and measufing methods and
genera| performance requirements to be used in detail specifications*for film integrated

and hy

The cd
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Associated with this specification are one @rmore blank detail specifications, each refe

by an |
this sp
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2 Gen

2.1 Nq

rid film integrated circuits derived from this specification,

ncept of preferred values is directly applicable to(¢atalogue circuits but dg
arily apply to custom-built circuits.

verities and requirements prescribed in detaik specifications referring to this s¢
ation are of equal or higher performance level, because lower performance ley
Mmitted.

EC number. A blank detail specification which has been completed as specified i
ecification forms a detail specification. Such detail specifications are used
j of qualification approval of film integrated circuits and hybrid film integrated
hlity conformance inspectioyin accordance with the IECQ system.

F — For test procedures tweo alternatives are available: method A or method B. However, it is not
ange the methods between tests of method A, respectively B. In general, method A is more su

lve-component based film integrated circuits, whereas method B is more applicable to semig
ated circuit technology based film integrated circuits.

eral, preférred characteristics, ratings and severities for environmental tests

rmative references
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The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60748. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60748 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60063: 1963, Preferred number series for resistors and capacitors
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CEIl 60748-20: 1988, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits Intégrés — Partie 20: Spécification
générique pour les circuits intégrés a couches et les circuits intégrés hybrides a couches

CEl 60748-20-1: 1994, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits Intégrés — Partie 20:
Spécification générique pour les circuits intégrés a couches et les circuits intégrés hybrides a
couches — Section 1: Exigence pour I'examen visuel interne

2.2 Valeurs limites et caractéristiques préférentielles

Les valeurs préférentielles des tensions et des courants sont données dans la CEIl 60747-1;
pour les résistances et les condensateurs, les valeurs préférentielles sont données dans la

CEIl 60063; pour les circuits construits & la demande, on peut choisir toutes les valeurs et
toutes [estolerances.

2.3 Informations a donner dans la spécification particuliére

Les spjécifications particuliéres doivent étre dérivées de la spécification particuliérg cadre
applicable.

Les spécifications particulieres ne doivent pas spécifier de sévéritésznférieures a cellds de la
spécifigation générique ou intermédiaire. Lorsque des exigences plus sévéres sont introduites,
elles dopivent étre détaillées dans la spécification particuliére etdindiquées dans le programme
d'essaip, par exemple par un astérisque.

NOTI — Les dimensions, caractéristiques et valeurs limites peuvent/étre présentées par commodité sous forme
de tapleaux.

Les infprmations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particulierg¢ et les
valeursl mentionnées doivent étre choisies de préférence dans I'article approprié de cette
spécifigation intermédiaire.

Chaque spécification particuliere doit indiquer tous les essais et mesures exigés ppur les
contréles lot par lot et les essais périodiques. Elle doit comprendre au minimum les| essais
applicables donnés dans cette spécification avec les méthodes et les sévérités.

2.3.1 Dessin d'encombrementet:dimensions

Une représentation du cireuit' doit étre donnée pour pouvoir facilement le reconnaitie et le
compafer avec d'autres\\'Les dimensions et leurs tolérances associées, qui affectent
I'interchangeabilité etcle“montage, doivent étre données dans la spécification particuliére.
Toutes|les dimensions.doivent étre indiquées en millimétres.

Des vdleurs ndumeériques doivent étre normalement données pour la longueur, la largeur, la
hauteur du corps, I'espace entre les connexions ou, pour les types cylindriques, le diametre du
corps, la lohgueur et le diameétre des connexions.

Si nécessaire, par exemple lorsqu'une spécification particuliére couvre plusieurs bottiers, les
dimensions et leurs tolérances associées doivent étre présentées dans un tableau sous le
dessin.

Quand la configuration est différente de celle décrite plus haut, la spécification particuliere doit
préciser les informations dimensionnelles pour décrire correctement le circuit.

2.3.2 Montage

La spécification particuliére doit prescrire la méthode de montage pour une utilisation normale
et pour l'application des essais de vibrations et de secousses ou de chocs. La conception du
circuit peut étre telle que des systémes spéciaux de montage peuvent étre exigés pour son
utilisation. Dans ce cas, la spécification particuliére doit les prescrire et ils doivent étre utilisés
pour les essais de vibrations et de secousses ou de chocs.
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IEC 60748-20: 1988, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits

IEC 60748-20-1: 1994, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits — Section 1:
Requirements for internal visual examination

2.2 Preferred ratings and characteristics

Preferred values of voltages and currents are given in IEC 60747-1; for resistors and
capacitors, preferred values are given in IEC 60063; for custom-built circuits, any values and
tolerances may be chosen.

2.3 Information to be given in a detail specification

Detail gpecifications shall be derived from the relevant blank detail specifications.

Detail $pecifications shall not specify severities inferior to those of thengeneric or se¢ctional
specifigation. When more severe requirements are included, they shall\be listed in the detail
specifigation and indicated in the test schedules, for example by an asterisk.

NOTI — The information given on dimensions, characteristics and ratings may;-for convenience, be pregented in
tabulpr form.

The following information shall be given in each detail specification and the values quoted shall
preferably be selected from those given in the appropriate ‘clause of this sectional specifijcation.

inspectjon and periodic testing. This shall, as a-minimum, include the relevant tests given in

Each dftail specification shall prescribe all the testsyand measurements required for Iqt-by-lot
this specification with methods and severities.

2.3.1 OQutline drawing and dimensions

There $hall be an illustration of the cireuit as an aid to easy recognition and for compafison of
the cirguit with others. Dimensionsiand their associated tolerances, which affect interghange-
ability and mounting, shall be prescribed in the detail specifications. All dimensions ghall be
stated In millimetres.

Normally, numerical values shall be given for length, width and height of the body, @and the
termindtion spacing of, for cylindrical types, the body diameter and length and diametef of the
termindtions.

When necessary; for example when in a detail specification more than one package is cpvered,
the dimensions and their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration s other tham that described—above, the detait specification stall state
such dimensional information so as to adequately describe the circuit.

2.3.2 Mounting

The detail specification shall prescribe the method of mounting to be applied for normal use
and for the application of the vibration, and the bump or shock tests. The design of the circuit
may be such that special mounting fixtures are required in its use. In this case, the detail
specification shall prescribe the mounting fixtures and they shall be used in the application of
the vibration, and bump or shock tests.
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2.3.3 Sévérités pour les essais climatiques et de robustesse mécanique

La spécification particuliere doit spécifier la méthode d'essai et les sévérités appropriées
choisies dans la section 4 de la spécification générique.

2.3.4 Marquage
La spécification particuliere doit spécifier le contenu du marquage sur le circuit et sur

I'emballage primaire. Les différences par rapport a 2.6 de la spécification générique doivent
étre données avec précision.

2.3.5 Informations pour la commande

La spétification particuliére doit indiquer que les informations suivantes sont exigées [pour la
commgnde des circuits:

a) le type de circuit (par exemple circuit intégré hybride a couche épaisse);

b) @ numéro et I'édition de la spécification particuliere avec la référeneé 'du modéje et le
nivepu d'assurance (s'il y a lieu);

¢) la fonction du circuit (s'il y a lieu);
d) lgs caractéristiques fonctionnelles fondamentales avec leurs'tolérances (s'il y a liep)

2.3.6 Informations supplémentaires (non applicables aux exigences de contrble)

La spécification particuliéere peut comporter des informations, qu'il n'est pas normdlement
nécesspire de vérifier par la procédure de contrdle,telles que schémas, courbes, degsins et
notes nécessaires pour clarifier la spécification particuliére.

3 Progédures d’homologation
Voir 3.% de la spécification générique avec les détails suivants:

3.1 Maepdeéles associés

Pour les essais d'endurance de-la qualité, une association peut étre utilisée si I'essai d'un type
représentatif donne au moins le méme niveau de qualité pour les autres types qui |ui sont
associgs.

Le contrbéleur du fabricant doit déclarer, avec l'accord de I'ONS, le plan d'association utilisé
dans s¢n usineetde choix du ou des types représentatifs pour chaque groupe d'association.

Pour Ig procédure d'homologation, deux ou plusieurs circuits peuvent étre considérés comme
associgbles et donc le nombre de spécimens exigé pour un essai doit étre choisi ¢lans la
productiomde—tensentbte, s s ontfeméme—typedefonctiom, utitisenttesmémesegles de
conception, matériaux, procédés et méthodes (par exemple: une série d'atténuateurs a
couches épaisses a cellules en T utilisant la méme catégorie d'encre, ou des convertisseurs
numériques/analogiques a couches minces utilisant le méme matériau de couche et la méme
série de composants rapportés provenant du méme fournisseur).

Pour I'examen visuel, le marquage, les dimensions, I'étanchéité, la soudabilité, la robustesse
des sorties, une encapsulation identique sont les seules conditions exigées. Des boitiers vides
et/ou des pieces non conformes électriquement peuvent étre utilisés.

3.2 Homologation

Les procédures pour les essais d'homologation sont données en 3.5 de la spécification
générique.
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2.3.3 Severities for environmental tests

The detail specification shall prescribe the appropriate method of testing and the appropriate
severities selected from section 4 of the generic specification.

2.3.4 Marking

The detail specification shall prescribe the content of the marking on the circuit and on the
primary package. Deviations from 2.6 of the generic specification shall be specifically stated.

2.3.5 Ordering information

treg-wher—qrdering

The dn H| B ifiootion cbhall avraoc oyl ithaot th faoll H HA
CAm SPCLImCatioTT STIarT PTe STTToT O Tat e ToTmovwiTy—miTo

circuits

a) cjrcuit type (for example, hybrid thick film integrated circuit);

b) number and issue of the detail specification with style reference and assessment |evel (if
apptopriate);

¢) fuinction of the circuit (if appropriate);
d) bjasic functional characteristics with tolerance (if appropriate).

2.3.6 Additional information (not for inspection purposes)

The defail specification may include information which is net normally required to be verffied by
the inspection procedure, such as circuit diagrams, eurves, drawings and notes neefed for
clarification.

3 Qualification approval procedures
See 3.5 of the generic specification with the)following details

3.1 Styuctural similarity

For thg purpose of assessment testing, structural similarity can be used if the testing| of one
represgntative type of circuit.gives at least the same quality for the rest of the types which are
groupef together.

The chjef inspector shall declare, to the satisfaction of the NSI, the method of operafing the
structural similaritysplan within the manufacturing facilities and shall agree to the represéntative
type(s)|from each<structurally similar group.

For thg qualification approval procedure, two or more circuits can be considered strycturally
similar| and thus the required numbers of specimens for a test shall be selected from the
combinedproductiom,—when—they have the—samefunctiontype, use—the—same—design rules,
materials, processes and methods (for example, a range of T-cell thick-film attenuators using
the same line of inks; or thin-film D/A convertors using the same film material and same added
components from the same supplier).

For visual examination the only requirements are: marking, dimensions, sealing, solderability,
robustness of terminations, and identical envelopes. Empty packages and/or electrical rejects
may be used.

3.2 Qualification approval

The procedures for qualification approval testing are given in 3.5 of the generic specification.
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Les procédures d'homologation sur la base du programme d'essais pour échantillons d'effectif
fixe sont données dans le tableau 1 ou 5.

Les programmes d'essais & utiliser pour les essais d'homologation sur la base des essais lot
par lot et périodiques sont donnés dans les tableaux 2 et 3 ou 6 et 7.

Les tableaux pour I'homologation (programme d'essais pour échantillons d'effectif fixe) et le
contréle de la conformité de la qualité (essais lot par lot et essais périodiques), pris ensemble,
prescrivent le programme d'essai minimal sur des circuits finis.

Le fabricant peut choisir le niveau d'assurance K, L ou M qu'il souhaite adopter, mais il ne peut
livrer les produits que de la fagon suivante:

Niveau d'assurance Niveau d'assurance utilisé
pour l'acceptation des produits
K K, LouM
L LouM
M M

Un falpricant peut modifier le niveau d'assurance de ses _pfoduits par des |essais
complémentaires. Avec l'accord de I'ONS il peut passer a un niveau inférieur sans autre essai
périodiglue jusqu'a I'expiration de la période en cours.

Tout egsai complémentaire exigé pour des applications Specifiques doit étre donné gans la
spécifigation particuliére.

Les limites électriques aprés essai pour les essais:climatiques et de robustesse méganique
applicables doivent étre données dans la spécification particuliére.

3.2.1 Homologation (procédure pour échantillons d'effectif fixe)
3.2.1.1| Echantillonnage

L'échantillon doit étre représentatif de la gamme des circuits pour laquelle l'agrémfent est
demangé. L'effectif de I'échantillofiet le critére d'acceptation dépendent du niveau d'asgurance
déclarg et sont détaillés dans le tableau 2 ou 6.

Quand [les groupes supplémentaires sont introduits dans le programme d'essais, le nombre de
circuits| exigés pour le.groupe «0» doit étre augmenté du méme nombre de piéces que celui
exigé pour les groupes.supplémentaires.

3.2.1.2| Essais,

Les séfies (camplétes d'essais spécifiés dans les tableaux 1 ou 5 sont exigées pour ['homo-
logatiof d€s circuits couverts par une spécification particuliére. Dans chaque groupe leg essais

do en Aftra oAt Ac Aanme IarAes A A
I\ etreexeeute S tanRsrorafreaoehe:

L'échantillon complet doit subir les essais du groupe «0» et ensuite étre réparti dans les autres
groupes.

Les circuits défectueux au cours des essais du groupe «0» ne doivent pas étre utilisés dans
les autres groupes.

«Un dispositif défectueux» est compté lorsqu'un circuit n'a pas satisfait a la totalité ou a une
partie des essais d'un groupe.

L'homologation est accordée lorsque le nombre de dispositifs défectueux n'excéde pas le
nombre spécifié de dispositifs défectueux autorisé pour chaque groupe ou sous-groupe et le
nombre total de dispositifs défectueux autorisé.
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The procedure for qualification approval on the basis of the fixed sample size schedule is given
in table 1 or 5.

The schedules to be used for qualification approval testing on the basis of lot-by-lot and
periodic testing are given in tables 2 and 3, or 6 and 7.

The tables for qualification approval (fixed sample size schedule) and quality conformance
inspection (lot-by-lot and periodic tests) collectively prescribe the minimum test programme on
completed circuits.

The manufacturer may select which assessment level K, L or M he wishes to adopt, but may
release products only as follows:

Assessment level Release
assessment levels

K K,LorM
LorM
M M

A manuifacturer may change the assessment level of his approyval_by completing the relevant
tests. Hubject to NSI agreement, he may downgrade without’further periodic testipg until
current[test interval dates expire.

Any additional tests required for specific applications/ shall be prescribed in thg detail
specifigation.

The post-test electrical limits for the relevant gavironmental tests shall be prescribed in the
detail specification.

3.2.1 Qualification approval (fixed sample-Size procedure)
3.2.1.1| Sampling
The sample shall be representative of the range of circuits for which approval is sought. The

size of|the sample and the criterion of acceptability depend on the assessment level which is
claimed and detailed in table.2 or 6.

When gdditional groups’ are introduced into the test schedule, the number of circuits required
for grodip "0" shall-beiincreased by the same number as that required for the additional droups.

3.2.1.2| Tests

The complete series of tests specified in table 1 or 5 is required for the approval of circuits
covered—by omedetaitspecification—T e testsmeach group stattbeTarred oot the given
order.

The whole sample shall be subjected to the tests of group "0" and then divided for the other
groups.

Circuits found defective during the tests of group "0" shall not be used for the other groups.

"One defective" is counted when a circuit has not satisfied the whole or a part of the tests of a
group.

The approval is granted when the number of defectives does not exceed the specified number
of permissible defectives for each group or subgroup and the total number of permissible
defectives.
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Tableau 1 — Programme d'essai pour procédure d'homologation pour la méthode A

L'effectif de I'échantillon et les critéres d'acceptation sont détaillés pour chaque niveau

d'assurance dans le tableau 2.

générique.

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification

examen du marquage

Numéros des paragraphes, essais et D ou ND Conditions d’essais Exigences
séquences d’essais de contrdle
Groupe 0 8)
Sous-groupe 01 ND
4.3.1 Examen visuel interne
avant encapsulation
Sous-grqupe 02a ND
4.3.2 Examen visuel externe
et examen du marquage
Sous-grqupe 02b ND
4.3.3 Dimensions
Sous-grqupe 03 7) 5) D
4.5.16 |Inflammabilité induite (pour
information uniquement)
Sous-grqupe 04 1) ND
4.5.9 Etanchéité
Sous-grqupe 05 ND
4.4.11 |Caractéristiques électriques
statiques et dynamiques
principales a la température
ambiante
Sous-grqupe 06 ND
4.4.11 |Caractéristiques électriques
statiques et dynamiques
principales aux températures
extrémes de fonctionnement
Groupe ] — Séquence 1) 2) D/ND
Mesures|initiales 4.4.11  Sous-groupe 05
4.5.6 Vibrations, balayage
de fréquence et
4.5.7 Accélératiofi,cehstante ou 3)
4.5.5 Chocs et
4.5.7 Accélération constante
Mesures|finales 4.5.9 Etanchéité
4.4.11  Sous-groupe 05
Groupe 2 — Séquence D
Mesures initiales 4.4.11  Sous-groupe 05
4.5.11 Résistance a la chaleur
de soudage
4.5.15.2 Résistance aux solvants 7)
4.5.8 Variation de température
4.5.3 Essai continu de chaleur
humide 4
Mesures finales 4.5.9 Etanchéité 1)
4.4.11 Sous-groupe 05
4.3.2 Examen visuel externe et

Les notes sont a la fin du tableau

(suite)
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Table 1 — Test schedule for qualification approval for method A

Sample sizes and acceptance criteria are detailed for each assessment level in table 2.

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Subclause numbers, tests

and test sequences

D or ND

Test conditions

Performance
requirements

Group 0

Subgroup 01

4.3.1

Precap visual examination

ND

8)

0 022

ND

Subgrou
4.3.2

Subgrou
4.3.3

External visual and marking
examination

Dimensions

Subgrou
4.5.16

b 035 7)

Induced flammability
(for information only)

Subgrou
4.5.9

b 04 1)

Sealing

ND

Subgrou
4.4.11

b 05

Major static and dynamic
electrical characteristics at room
temperature

ND

Subgrou
4.4.11

b 06

Major static and dynamic
electrical characteristics at
extreme operating temperatures

ND

Group 1
Initial me

4.5.5
4.5.7

4.5.5
4.5.7

Final me

- Sequence 1) 2)
asurements

Vibrations, swept frequency@and
Acceleration, steady-state

or 3)

Shock and
Acceleration, steady-state

psurements

D/ND

4.4.11

>

o
)

Subgroup 05

Sealing
Subgroup 05

Group 2
Initial me

4.5.11

- Sequence
asuréments

Resistance to soldering heat

4.4.11

Subgroup 05

4.5.15.2
4.5.8
4.5.3

Resistance to solvents 7)
Change of temperature

Damp heat, steady-state 4)

Final measurements

P hA
wh o

Sealing V

Subgroup 05

External visual and marking
examination

For the notes, see the end of the table

(continued)
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Numéros des paragraphes, essais et D ou ND Conditions d’essais Exigences

séquences d’'essais de contrble

Groupe 3 — Séquence 5 D

4.5.10 Soudabilité

4.5.12.1 Traction

4.5.12.3 Pliage (fils ou méplats)

Mesures finales 4.5.9 Etanchéité 1)
ou 3

4.5.10 Soudaniie

4.5.12.1| Traction

4.5.12.3| Pliage (rangée)

4.5.12.2| Poussée

Mesures|finales 4.5.9 Etanchéité 1)

Groupe 4 — Séquence ND

Mesures|initiales 4.4.11  Sous-groupe 05

4.5.2 Froid Température: ... £C

4.5.1 Stockage a haute température Température: 5, °C

Mesures|finales 4.4.11 Seus-groupe 05

Groupe % D

Mesures|initiales

4.5.14 Endurance: 1 000 h

Endurance: 2 000 h ©)

Mesures|finales

4.4311  Sous-groupe 05

4.4.11  Sous-groupe 05

r¢uits a cavité seulement,

1) C

2) Conpditions de montage prescrites par la spécification particuliére.

3) La ppécification particulieére doit donner I'option utilisée.

4) La ppécificationparticuliére peut omettre I'essai de chaleur humide pour les circuits non encapsulés.

5) L'utilisation des)circuits terminés et rejetés au contrble électrique est autorisée.

6) Podr le piveau d'assurance K: approbation provisoire aprés 1 000 h; approbation définitive aprés 2 000 h.

7) Applicable aux circuits utilisant un matériau organique pour I'encapsulation dans un but d’étanchéité.

8) Voir la CEI 60748-20-1
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Table 1 (concluded)

Subclause numbers, tests D or ND Test conditions Performance
and test sequences requirements
Group 3 — Sequence 5) D

4.5.10 Solderability
4.5.12.1 Tensile
4.5.12.3 Bending (wire or strip)

Final measurements 4.5.9 Sealing V)
or 3
4.5.10 SOIderapiity

4.5.12.1| Tensile
4.5.12.3| Bending (row)
4.5.12.2| Thrust

Final mepsurements 4.5.9 Sealing V
Group 4| Sequence ND

Initial mgasurements 4.4.11  Subgroup 05
4.5.2 Cold Temperature: ... £C
4.5.1 Storage at high temperature Temperature: %, °C
Final mepsurements 4.4.11 Subgroup 05
Group 5 D

Initial mgasurements 4.4521  Subgroup 05

4.5.14 Endurance: 1000 h

Endurance: 2000 h ©)

Final mepsurements 4.4.11  Subgroup 05

1) cayity circuits only.

2 Molinting conditions as prescribed by the detail specification.

3 Thg detail specificatién shall prescribe which option is to be used.

4 The detail specification may omit the damp heat test for unencapsulated circuits.
5 Usg of completely processed electrical rejects is permitted.

6 |n gssessment level K: provisional approval after 1000 h. definitive approval after 2000 h.
) Appli€able to encapsulation having organic material used for sealing purposes.

8) Referto IEC 60748-20-1.
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3.2.2 Contréle de la conformité de la qualité
3.2.2.1 Formation des lots de contréle

Un lot de contréle doit étre composé de circuits associables (voir 3.1).
L'essai de sélection (si exigé) s'applique a tous les circuits a livrer aux clients.

Le lot d'inspection doit étre issu de la production d'une semaine, ou de toute période déclarée
par le fabricant avec une limite maximale d'un mois.

3.2.2.2 Essais

Les prpgrammes d'essais pour les essais lot par lot et périodiques sont donnés tlians la
spécifigation particuliére cadre applicable.

Les séllies complétes des essais spécifiés sont exigées pour le maintien de I'hemologatjon des
circuits|couverts par une spécification particuliere.

Dans chaque groupe les essais doivent étre exécutés dans l'ordre donné.

«Un digpositif défectueux» est compté lorsqu'un circuit n'a pas\satisfait a la totalité oy a une
partie des essais d'un groupe.

L'homologation est maintenue lorsque le nombre de/dispositifs défectueux n'excéde|pas le
nombrg spécifié de dispositifs défectueux autorisé peur chaque groupe et le nombre tqtal des
disposififs défectueux autorisé.
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3.2.2 Quality conformance inspection
3.2.2.1 Formation of inspection lots

An inspection lot shall consist of structurally similar circuits (see 3.1).
Screening (if required) applies to all circuits intended for release to customers.

The inspection lot shall be collected from one week's production, or such other period up to a
maximum of one month, as declared by the manufacturer.

3.2.2.2 Tests

The tegt schedules for the lot-by-lot and the periodic tests are prescribed in the relevant blank
detail specification.

The complete series of tests specified are required for the maintenance_of|the qualification
approval of circuits covered by one detail specification.

The tedts in each group shall be carried out in the order given.

"One dgfective" is counted when a circuit has not satisfied the whdle or a part of the tepts of a
group.

The agproval is maintained when the number of defectives does not exceed the specified
number of permissible defectives for each group. and the total number of permissible
defectiyes.
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Le ou les niveaux d'assurance pour I'homologation (voir tableau 1 ou 5) et pour le contrdle de
conformité de la qualité (voir la spécification particuliere cadre applicable) doivent étre choisis
dans les tableaux 2 ou 6 et 3 ou 2 ci-apres.

Tableau 2 — Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation
pour I'homologation pour la méthode A

Dans ce tableau:

n = effectif de I'échantillon

¢ = ¢ritered'acceptatiom (monTbre dedispositifs defectueux autorses)
Grouge ou sous-groupe Niveaux d’'assurance
de contrble K L M
Hu tableau 1 n c n c h c
01 100 % - - - - -
02a 75 Y 2 64 1 2 43 2
02b 8 1 8 1 8 1
03 (pourlinformation 2 - 2 -~ 2 -
seulemept)
04 39 1 26 1 13 1
05 71D 1 2 60/ 1 1 2 39 1 2
06 26 1 13 1 8 1
1 10 1 8 1 - —
22) 13 1 10 1 8 1]
3 13 1 2 10 1 2 8 1 2
4 13 I 10 1 8 1]
5 (1 000 h) - - 20 1 13 1
@oooh) | 200 1 | - ] - 1 - -]

1) Ce|nombre peut étre réduit en fonction du nombre des circuits qui ne sont pas nécessaires lorsfiue les

essais fu groupe 1 ne sont pas‘exigés.

2 On|doit utiliser quatre circliits au moins pour chaque solvant spécifié.
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3.3 Assessment levels

The assessment level(s) for qualification approval

-21

(see table 1 or 5) and for quality

conformance inspection (see the relevant blank detail specification) shall be selected from
table 2 or 6 and 3 or 2 below.

Table 2 — Assessment levels and acceptance criteria for qualification

In this table:

n = sample size

approval for method A

¢ = acceptance criterion (permitted number of defectives)
Ingpection group Assessment level
or subgroup K L M
of table 1 n c n c - c
01 100 % - - - - —
02a 751 2 64 1) 2 43 2
02b 8 1 8 b5 8 1
03 (for irfformation only) 2 - 2 > 2 -
04 39 1 26 1 13 1]
05 710 1 2 60 1) 1 2 39 1 2
06 26 1 13 1 8 1
1 10 1 8 1 - —
22) 13 1 10 1 8 1]
3 13 1 2 10 1 2 8 1 2
4 13 1 10 1 8 1
5 (1 000 h) - - 20 1 13 1
[@oo0n) | 20 v 1 | - | - | - ] -

1) Thip number may be reduced by the relevant number of circuits which are not needed when the|test in

group 1 is not required.

2 A miinimum of four circujtsishall be used for each solvent specified.
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Tableau 3 — Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour le contréle
de conformité de la qualité pour la méthode A

Tableau 3a — Essais lot par lot a effectuer par échantillonnage
pour la méthode A

Dans ce tableau:

NC = niveau de contrdle 1)
NQA = niveau de qualité acceptable 1)

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification
gén¢rigue.

Grpupe ou sous-groupe de contréle Niveau d’assurance
K L M
Sélection (voir tableau 4) Exigé Non exigé Non ekigé
NC NQA NC NQA NC NQA
Sous-grqupe Al I 1 1 2,5 | 2,5

4.3.2 Examen visuel externe et
examen du marquage

Sous-grqupe A2 I 0,25 | 0,4 I} 1

4.4.11 |Caractéristiques électriques statiques
et dynamiques principales aux
températures extrémes de fonction-
nement

Sous-grqupe A3 S4 1 - - - -

4.4.11 |Caractéristiques électriques statiques
et dynamiques principales aux
températures extrémes de fonction-
nement

Sous-grqupe B1 S3 2,5 S3 2,5 S3 2,5
4.5.10 |[Soudabilité

Sous-grqupe B2 S4 1 S4 1 S4 1

4.3.3 Dimensions

1) Voir I§ CEl 60410.
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Table 3 — Assessment levels and acceptance criteria for quality conformance

inspection method A

Table 3a — Lot-by-lot tests to be conducted on a sampling basis for method A

In this table:

IL =

inspection level 1)

AQL = acceptable quality level 1)

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Assessment level

lnspection-group-orsubaroup
T ) T ) ™

K L M
Screenirlg (see table 4) Required Not required Not reqluired
IL AQL IL AQL IL AQL

Subgroup A1 I 1 Il 2,5 | 2,5
4.3.2 Exterr_1al \_/isual and marking

examination
Subgroup A2 I 0,25 I 0,4 Il 1
4.4.11 |Major static and dynamic electrical

characteristics at room temperature
Subgroup A3 S4 1 - - - —
4.4.11 |Major static and dynamic electrical

characteristics at extreme operating

temperatures
Subgroup B1 S3 2,5 S3 2,5 S3 2,5
4.5.10 |Solderability
Subgroup B2 S4 1 S4 1 S4 1
4.3.3 Dimensions
1) Referlto IEC 60410.
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Tableau 3b — Essais périodiques a effectuer par échantillonnage
pour la méthode A

Dans ce tableau:

p = périodicité (en mois)
n = effectif de I'échantillon
¢ = critere d'acceptation (nombre de dispositifs défectueux autorisés)

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification
générique.

Groupe

Niveaux d’assurance

ol £eal
oSO USTgrouptot—ControTe

=

n

Sous-grg

4.4.11

g
s

p
e

upe C1

aractéristiques électriques
atiques et dynamiques
incipales aux températures
trémes de fonctionnement

20

13

Sous-grg

4.5.6

Vi
d
A
[¢]
G
Al

upe C2 — Séquence 1) 2

brations, balayage

b fréquence et

Ccélération constante
3)

hocs et

ccélération constante

10

12

upe C3 — Séquence

Résistance a la chaleur
de soudage

Résistance aux solvants 7)
Variation de température
Essai continu de chaleur
humide 4

13

12

10

Sous-grg

4.5.2
4.5.1

upe C3 — Séquence

Froid
Stockage a haute
température

13

12

12

Sous-grg

4.5.14

upe D1
Endurance 2000 h

20

13

Endurange 1000 h ©)

20

Sous-grg

upe D2 — Séduence 5)

Soudabilité

Traction

PIiag;e (fils ou méplats)
o

12

13

12

10

Soudabilite
Traction

Pliage (rangée)
Poussée

Inflammabilité induite 5 7)
(pour information
seulement)

1) Circuits a cavité seulement.

2) Conditions de montage prescrites par la spécification particuliére.

3) La spécification particuliére doit donner I'option utilisée.

4)  La spécification particuliére peut omettre I'essai de chaleur humide pour les circuits non encapsulés.

5) L'utilisation des circuits terminés et rejetés au controle électrique est autorisée.
6)  Pour le niveau d'assurance K: approbation provisoire aprés 1000 h; approbation définitive aprés 2000 h.
7)  Applicable aux circuits utilisant un matériau organique pour I'encapsulation, dans un but d’'étanchéité.
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Table 3b — Periodic tests to be conducted on a sampling basis for method A

In this table:

p = periodicity (in months)

n = sample size

¢ = acceptance criterion (permitted number of defectives)

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Assessment level

Inspection group or subgroup K L M
P n c p n c p n c
Subgroup C1 6 20 1 6 13 1 8 1
4.4.11 |Major static and dynamic
electrical characteristics at
extreme operating
temperatures
Subgroup C2 - Sequence 1) 2) 6 10 1 12 8 1 - - -
4.5.6 Vibration, swept frequency
and
4.5.7 Acceleration, steady-state
or 3)
4.5.5 Shock and
4.5.7 Acceleration, steady state
Subgroup C3 — Sequence 6 13 1|2 12 10 1]2 12 8 112
4.5.11 |Resistance to soldering
heat
4.5.15.2 |Resistance to solvents 7)
4.5.8 Change of temperature
4.5.3 Damp heat, steady-state 4
Subgroup C4 — Sequence 6 13 1 12 12 1 12 8 1
4.5.2 Cold
4.5.1 Storage at high
temperature
Subgroup D1
4.5.14 Endurance 1 000-h - - - 6 20 1 6 13 1
Endurance(1 000 h ©) 6 20 1 - - - - - -
Subgroup D2 — Sequerice,) 12 13 1 12 10 1 12 8 1
4.5.10 Solderability
4.5.12.1| Tensile
4.5.12.3| Bending (wire or strip)
ord
4.5.10 Solderability
4.5.12.1 Tensile
4.5.12.3 Bending (row)
4.5.12.2 Thrust
4.5.16 Induced flammability 5) 7) 12 2 - 12 2 - 12 2 -
(for information only)

1) Cauvity circuits only.

2 Mounting conditions as prescribed by the detail specification.

3 The detail specification shall prescribe which option is to be used.

5  Use of completely processed electrical rejects is permitted.

4 The detail specification may omit the damp heat test for unencapsulated circuits.

7 Applicable to encapsulation having organic material used for sealing purposes.

6 In assessment level K: Provisional approval after 1 000 h; Definitive approval after 2 000 h.



https://iecnorm.com/api/?name=22a04f006f0e4a4d10c55e729ac56d94

— 26— 60748-21 © CEI:1997

Les séquences de sélection doivent étre conformes au tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 — Sélection

Etapes Examen ou essai Référence Détails et conditions Séquences
ala
spécification
générique A B c D E
1D Examen visuel interne avant 4.3.1 3) X
encapsulation
2 Stockage a haute température 4.5.1 24 h a la température de X X X X
stockage maximale
3 Variation de température 4.5.8 10 cycles X X X X
Tsig Min./ Tgg max.
41 Accélération constante 4.5.7 Dans la direction la plus X X X
critique. Niveau d’accélération
comme spécifié dans la
spécification particuliére
51 || Etanchéité 4.5.9 X X X
6 Mesures électriques Parametres choisis X X X
(avant rodage) Rejeter les dispositifs 2)
défectueux
7 Rodage Comme spécifié dans la X X X
spécifications, particuliere
Heures: | 168 | 72 48
8 Mesures électriques Comme spécifié en 6 X X X X X
(aprées sélection) Rejeter les dispositifs
défectueux. Rejeter le lot si le
nembre des défectueux est
supérieur a 10 %
NOTE ¢ La sélection s’effectue normalement avant./es contrdles des groupes A, B et C. Lorsque la sélecfion est
effectu¢e aprés que les exigences des groupes/A et B (lot par lot) et du groupe C (périodiques) pnt été
satisfaifes, on doit répéter les essais de soudabilité et d’étanchéité et ceux du groupe A.
Des egsais supplémentaires aprés sélection peuvent étre demandés comme spécifié par la spécification
particuliére cadre.
1)  Non applicable aux boitiers sans_cavité interne sauf spécification contraire dans la spécification partiduliére.

2)

3)  Voi

Enfegistrer les résultats des mesures, sauf spécification contraire dans la spécification particuliere.

r la CEI 60748-20-1.
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Sequences for screening shall be in accordance with the following table 4.

— 27 —

Table 4 — Screening

Steps Examination or test Generic Details and conditions Sequences
specification
reference A B C D E
11 | Precap visual examination 4.3.1 3) X
2 Storage at high temperature 4.5.1 24 h at maximum storage X X X X
temperature
3 Change of temperature 4.5.8 10 cycles X X X X
Tstg m.n_/TS[g e
41 Acceleration, steady-state 4.5.7 In the most critical direction. X X X
Acceleration level as specified
in the detail specification
51) || Sealing 4.5.9 X)W, % | x
6 Electrical measurements Selected parameters X X X
(preburn-in) Remove rejects 2)
7 Burn-in As specified in the detail X X X
specification
Hours: | 168 | 72 48
8 Electrical measurements As specified in 6 X X X X X
(post screening) Remove rejetts
Reject lot_if defects exceed
10 %
NOTE ¢ Screening is normally performed before group A, B@nd'C inspection. When screening is performed after

meetin
soldera|
Additio

the requirements of group A and B on a lot-by-lot basis and group C on a periodic basis, the
bility, sealing and group A tests shall be repeated-
hal post-screening tests may be required as specified in the blank detail specification.

D No
2 Re
3 Ref

er to IEC 60748-20-1.

normally applicable to non-cavity devices,(dnless specified in the detail specification.

ord the results of the measurements unless otherwise specified in the detail specification.
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3.4 Nouvelle présentation des lots refusés (contréle lot par lot)

Tout lot refusé a la suite des essais électriques doit étre retourné a la fabrication pour remise
en état ou nouvelle sélection concernant le défaut identifié. Aucun nouveau circuit ne doit étre
introduit dans le lot.

Le lot doit ensuite étre présenté & nouveau et soumis a des conditions de contrble renforcé.

On retient le méme numéro de lot et les détails de la nouvelle présentation sont notés. Le
méme lot ne doit pas étre présenté plus de trois fois.

3.5 Etapes de fabrication dans une usine d’un fabricant agréé située

a
L'applid

a couc
que les

4 Proq

Cet art
couche

ans un pays qui n'est pas membre de la CEI
ation de I'extension de I'agrément des fabricants est autorisée pour les circuifs i

nes et les circuits intégrés hybrides a couches couverts par cette spécification,
conditions données en 3.2 de la spécification générique soient remplies.

édures d’essais et de mesures

cle contient tous les essais et mesures propres a la techhologie des circuits int
S et aux circuits intégrés hybrides a couches qui ne sont.'pas décrits dans la se

de la spécification générique.

Chaqus
exigées
les ess
spécifié

spécification particuliere doit prescrire toutes{les’ procédures d’'essais et de n
pour les contrbles lot par lot et les essais périodiques. Elle doit comprendre ay
ais applicables donnés dans cette spécification avec les méthodes et les sé
es.

ntégrés
pourvu

Bgrés a
ction 4

esures
moins
bverités
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3.4 Resubmission of rejected lots (lot-by-lot inspection)

Any lot rejected following electrical tests shall be returned to production for rework or
rescreening for the identified defect. No new circuit shall be included in the lot.

The lot shall then be resubmitted and inspected under the conditions of tightened inspection.

It will retain the same lot number and details of the new submission will be recorded. The same
lot shall not be submitted more than three times.

3.5 Manufacturing stages in a factory of an approved manufacturer
in a non-lIEC member country

The application of the extension of manufacturer's approval is permitted for the filnDintegrated
circuits| and hybrid film integrated circuits covered by this specification, provided that the
conditigns of 3.2 of the generic specification are met.

4 Tes{and measurement procedures

This clause contains all tests and measurement procedures which-are’of typical application for
film infegrated circuits and hybrid film integrated circuits and,which are not descrjbed in
section| 4 of the generic specification.

Each dptail specification shall prescribe all tests and measturement procedures required| for lot-
by-lot inspection and periodic testing. It shall, as a minitnum, include the relevant tests given in
this specification with stated methods and severities:
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Tableau 5 — Programme d’essai pour la procédure d’homologation pour la méthode B

L'effectif de I'échantillon et les critéres d'acceptation sont détaillés pour chaque niveau
d'assurance dans le tableau 6.

Les numéros de paragraphes correspondent a ceux de la section 4 de la spécification
générique.

Numéros de paragraphe D ou ND Conditions d’essai Exigences
et essais de contrdle

Groupe ND
Sous-grqupe 0la
4.3.2 Examen visuel externe et

examen du marquage
Sous-grqupe 01b
4.3.3 Dimensions
Sous-grqupe 02 ND
4.4.11 |Caractéristiques fonctionnelles
4.2 (si applicables) a 25 °C
Sous-grqupe 03 ND
4.4.11 |Caractéristiques statiques a 25 °C
4.2
Sous-grqupe 04a ND
4.4.11 |Caractéristiques statiques

a la température maximale de

fonctionnement.

Les caractéristiques sont identiques

a celles du sous-groupe 03
Sous-grqupe 04b ND
4.4.11 |Caractéristiques statiques

a la température minimale

de fonctionnement.

Les caractéristiques sont identiques

a celles du sous-groupet03
Sous-grqupe 05 ND
4.4.11 |Caractéristiques dymamiques a 25 °C
4.2 sauf spécification contraire
Groupe ]
Sous-grqupe 1.1 D
4.5.12 |Rabustesse des sorties
Sous-groupe 1.2 ND
4.5.10 Soudabilité
Sous-groupe 1.3 D

4.5.11

Résistance a la chaleur de soudage

Avec mesures finales
(comme dans les sous-
groupes 02 et 03)

(suite)
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5 Tables of method B
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Table 5 — Test schedule for qualification approval for method B

Sample sizes and acceptance criteria are detailed per assessment level in table 6.

Subclause numbers refer to section 4 of the generic specification.

Subgroup numbers D or ND Test conditions Performance
and tests requirements

Group 0 ND
Subgroup 0la
4.3.2 External visual and marking

examination
Subgroup 01b
4.3.3 Dimensions
Subgroup 02 ND
4.4.11 |Functional characteristics
4.2 (if applicable) at 25 °C
Subgroup 03 ND
4.4.11 |Static characteristics at 25 °C
4.2
Subgroup 04a ND
4.4.11 |Static characteristics at maximum

operating temperature.

Characteristics same as

in subgroup 03
Subgroup 04b ND
4.4.11 |Static characteristics at minimum

operating temperature.

Characteristics same as

in subgroup 03
Subgroup 05 ND
4.4.11 |Dynamic characteristics at 25-°C
4.2 unless otherwise specified
Group 1
Subgroup 1.1 D
4.5.12 |Robustness.of‘teérminations
Subgroup 1.2 ND
4.5.10 |Soldgrability
Subgroup'1.3 D
4.5.11 Resistance to soldering heat With final measurements

(as in subgroups 02 and

03)

(continued)
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Numéros de paragraphes et essais D ou ND Conditions d’essai Exigences de contrble
Groupe 2
Sous-groupe 2.1 D Conformément a la
o ) , 1) spécification particuliére
4.5.8 Variations rapides de température
suivi de:
4.5.4 Essai cyclique de chaleur humide
(pour les boitiers sans cavité)
4.5.9 Etanchéité (pour les boitiers avec
cavité) avec mesures finales (comme
dans les saus-groupes 02 et 03)
Sous-grqupe 2.2 D A spécifier
4.5.5 Chocs ou
4.5.6 Vibrations suivi de
4.5.7 Accélération constante Avéc mesures fipales
(bottier a cavité) (comme dans lep sous-
groupes 02 et 03)
Groupe { Comme spécifié dansila
spécification particuliere )
Sous-grqupe 3.1 D Niveau d’assurance Avec mesures fihales
; ) K 3000h (comme dans lep sous-
Endurance électrique L 2000 h groupes 02 et 03)
M 1 000-h
Sous-grqupe 3.2 D
Stockage a haute température T\= Tstg max. sauf Avec mesures fipales
spéecification contraire (comme dans lep sous-
Durée = 1000 h min. groupes 02 et 03)
Sous-grqupe 3.3 D Niveau d'assurance 2)
. . . K 2000h .
4.5.3 Essai continu de chaleur humide L 1000h Avec mesures fipales
M 500 h (comme dans lep sous-
groupes 02 et 03)
Sous-grqupe 3.4 D
4.5.15.1 |Permanence du marquage
Sous-grqupe 3.5 D (pour information
e . seulement)
4.5.16 [Inflammabilité induite

1) Applicable aux boitiers . sans cavité:
— n|veau d’assurance K: 200 cycles;

— njveaux d’'assuratice L et M: 100 cycles.

2) Appljcable aux boitiers sans cavité.
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Table 5 (concluded)
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Subgroup numbers D or ND Test conditions Performance
and tests requirements
Group 2
Subgroup 2.1 D In accordance with the
. 1) detail specification
4.5.8 Rapid change of temperature followed
by:
4.5.4 Damp heat, cyclic (for non-cavity
packages)
4.5.9 Sealing (for cavity packages) with
final measurements (as in QIIth’r\IIr‘Q
02 and 03)
Subgroup 2.2 D To be specified
4.5.5 Shock or
4.5.6 Vibration followed by
4.5.7 Acceleration, steady-state \With final measyrements
(cavity packages) (as in subgroupg 02 and
03)
Group 3 As specified in the_detail
specification o
Subgroup 3.1 D assessment level- With final measdyirements
as in subgroupg 02 and
Electrical endurance K'3 000 h 83) group
L 2 000
M 1 000yh
Subgroup 3.2 D
Storage at high temperature T'= Tstg max. unless With final measyrements
otherwise specified (as in subgroupg 02 and
Duration = 1 000 h min. 03)
Subgroup 3.3 D Assessment level 2)
K 2000 h e
4.5.3 Damp heat, steady-state L 1000 h With final measyrements
M 500 h (as in subgroupg 02 and
03)
Subgroup 3.4 D
4.5.15.1 |Permanence of marking
Subgroup 3.5 D (for information only)
4.5.16 |Induced flammability
1) Applicable to non-cavity packages in:

2)

Ap

Assessment level K: 200 cycles;
Assessment levels L and M: 100 cycles.

licable jto non-cavity packages.
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Tableau 6 — Niveaux d’assurance et critéres d’acceptation pour
procédure d’homologation pour la méthode B

Dans ce tableau:

n = effectif de I'échantillon
¢ = critére d'acceptation

Groupe ou sous-groupe Niveaux d’assurance

de contrble K L M
du tableau 5 n c n c n c
Groupe Sous-groupe Ola, O1b 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 02 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 03 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 04a, 04b 38 1 38 1 38 1
Sous-groupe 05 38 1 38 1 38 1
Groupe ] Sous-groupe 1.1 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 1.2 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 1.3 20 1 18 1 13 1
Groupe 3 Sous-groupe 2.1 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 2.2 20 1 18 1 13 1
Groupe Sous-groupe 3.1 20 X 18 1 13 1
Sous-groupe 3.2 20 X 18 1 13 1
Sous-groupe 3.3 20 1 18 1 13 1
Sous-groupe 3.4 8 1 8 1 8 1
Sous-groupe 3.5 2 - 2 - 2 1
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